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SamtecがヒロセをFireFly™ Micro Flyover System™の二次供給者として発表
Samtec, Inc.は、同社のFireFly™ Micro Flyover System™について、ヒロセエレクトリックUSA社と二次供給契約を結んだことを発表しました。独立した認定二次供給者として、ヒロセは自社の顧客に対し将来的にも通用する機器内蔵システムを提供するとともに、既存および将来のアプリケーションでFireFly™を使用するSamtecの顧客に、追加的なサポートを提供することができます。
SamtecのSIプロダクト・マネージャーであるAdam Lindermanは、次のように述べています。「FireFly™の二次供給者を設定することで、Samtecが基板同士をつなぐ光アクティブ技術に力を注いでいることが一層明確になります。ヒロセは高速・小型の相互接続システムをリードする企業であり、今回の提携によってお客様がFireFly™をはるかに利用しやすくなることは間違いありません。」
ヒロセ電機で光技術部門を統括する渋谷道知氏は、次のように述べています。「FireFly™相互接続ファミリの提供には大いに期待しています。業界最高水準の密度、将来的にも通用する設計、配線や組み付けの容易さ、優れた信号品位など、FireFly™は当社の提供製品の中でも際立った特長を備えています。」
特許取得済みのFireFly™ Micro Flyover System™は、光ファイバまたは銅線のどちらを選択しても極めて小さな同じ実装面積で済み、現在と次世代のデータレート要件を満たす、将来性に優れた初の相互接続システムです。28Gbps超のデータ接続は基板やその他のコンポーネントを介さないため、基板のレイアウト設計が簡素化され、信号品位が向上します。
FireFly™は頑丈で安定した基板接続を特徴とし、一体型ヒートシンクとTelcordia GR-468（300G）を超える仕様のマルチモード光ファイバ装着時にわずか8.12mmの高さにカスタマイズ可能です。このMicro Flyover System™は、データレートの高速化とケーブル長の延伸を可能にすることで最大限の信号品位を確保しています。そのため、フルチャネル・システムのサポートに役立ち、ICから基板やあらゆる中間ポイントなどに至るまで、信号経路の簡素化と最適化を実現できます。
FireFly™ Micro Flyover System™の詳細については、www.samtec.com/lp/firefly.aspxをご覧ください。
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